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Extrem Energieeffiziente Edge Cloud Hardware am Beispiel Cloud

Radio Access Network

Projektkoordinator: Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Gerhard Fettwels, Vodafone Chair, Technische Universitat Dresden

M
- Problem:

- Anstieg der heterogene Dienste in zukunftigen Mobilen-Netzen
- Netz-Virtualisierung (VRAN) auf Standard-Serverhardware sehr
energieaufwandig durch steigende Kommunikation zwischen

Rechenkernen und dem Speicher

Virtualisierung des Funkzugangsnetzes
Softwarebasierte Ausftihrung der

Basisbandsignalverarbeitung (BB)

Flexibilitdt durch Network Slicing

Core, Cloud,
Application

Funkzugangsnetz

- Ziel: Energieeinsparung durch Revolutionare Edge-
Serverhardware: 1. Near-Memory Computing, 2. spezialisierte
Rechenkerne, 3. neuartige Kommunikationsarchitektur,

4. effizientes Task-Mapping
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b) Einzelnes Board, Draufsicht
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verbindung

Optisches On-Board Kommunikationssystem mit 25 Gb/s Links
Direkt modulierte VCSEL (Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser)
Hohe Energieeffizienz: besser als 8 pJ/bit/Link mit 15 cm Distanz
nnovative lastabhangige Performance-Adaptivitat & schnelles
Aus-/ Anschalten = 80% Energieeinsparung

Neuartige Aufbau- und Verbindungstechnologien

a) Server-Architektur c) heterogener Rechenknoten

interposer / dig. IC _
_ - — _ B optical transceiver mtercon:.ec‘lcs
S e T fVT:
PCB Forschung i -
VCSEL _wum PD
- AVTE - - - - 3\
ceeh = oI gl CONE™
25 Gb/s > 4&" I ) A |Taca cor — 25 Gb/s
— 1/ I Tseem la :
_ =é;_ E-O 1| Opti. Wellenleiter | O-E l i CIK
\JIE-—-—~- _———— Empfanger

7iconTEc

PRINTLAYOUT |

SPECIALIST IN PCB-DESIGN & PROTOTYPING
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Elektrische inter-Chip Kommunikation

Digital Chip mit effizienten Basisband-Beschleunigern
Interposersubstrat Design und Flip-Chip Montage auf Interposer
- Adaptive elektrische Links:

- IC-Schaltungen flr elektrische Sender/Empfanger JESD204C
- Datenrate: 6-33Gbit/s

Demonstratoraufbau
- Energie: < 7pJ/bit@25Gbps o W
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— Funkbasierte Interboard Kommunikation

— 4 bi-direktionale Funklinks zwischen Boards mit 8x8
aperturgekoppelten gestapelten Patchantennenarrays

— 230GHz VCO-IC in 130nm SiGe BICMOS-Technologie

— Zuverlassige AVT fur Antennen-in-Package Funkmodule
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— Analyse 5G-Workloads und Ableitung von
Anforderungen flur Programmiermodelle

— Modellierungsrahmen fur 5G-Workload
und Architektur fur HW-SW-Codesigns

— Untersuchung von effizienten Mapping-

und Scheduling-Ansatzen fur eine =
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